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二、内容简介
　　《中国半导体封装专用设备行业运行研究分析预测报告（2012年）》首先介绍了半导体封装专用设备行业及其相关行业等，接着分析了国际国内半导体封装专用设备行业的发展概况，然后分别介绍了中国半导体封装专用设备进出口情况。随后，详细分析了相关行业对半导体封装专用设备行业发展的影响，并对半导体封装专用设备行业的投资风险、资源、发展及相关政策等进行了详细的数据分析。报告同时给出了凡士林行业重点企业运营状况分析。最后报告分析了凡士林行业的投资潜力及未来发展前景。
　　本研究咨询报告主要依据国家统计局、工商局、税务局、国务院发展研究中心、发改委、商务部、国家信息中心、各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料所撰写。

第一章 半导体封装专用设备行业概述
　　第一节 半导体封装专用设备产品概述
　　　　一、定义
　　　　二、性质
　　　　三、产品概述
　　第二节 半导体封装专用设备行业属性及国民经济地位分析
　　　　一、国民经济依赖性
　　　　二、经济类型属性
　　　　三、行业周期属性
　　　　四、半导体封装专用设备行业国民经济地位分析
　　第三节 半导体封装专用设备行业产业链模型分析
　　　　一、产业链模型介绍
　　　　二、半导体封装专用设备行业产业链模型分析

第二章 半导体封装专用设备行业技术发展现状及未来发展趋势
　　第一节 生产工艺技术发展现状
　　　　一、中国生产工艺技术进展
　　　　二、产品技术成熟度分析
　　　　三、中外半导体封装专用设备技术差距及其主要因素分析
　　　　四、提高中国半导体封装专用设备技术的策略
　　第二节 中国半导体封装专用设备行业技术发展趋势

第三章 原材料供应状况分析
　　第一节 主要原材料供应状况
　　　　一、2007-2011年主要原材料供应情况
　　　　二、2007-2011年主要原材料价格情况分析
　　第二节 2012-2016年主要原材料未来价格及供应情况预测

第四章 半导体封装专用设备行业发展环境分析
　　第一节 国内宏观经济环境分析
　　　　一、2006-2011年中国GDP分析
　　　　二、消费价格指数分析
　　　　三、城乡居民收入分析
　　　　四、社会消费品零售总额
　　　　五、全社会固定资产投资分析
　　　　六、进出口总额及增长率分析
　　第二节 近些年中国半导体封装专用设备行业发展政策环境分析
　　　　一、半导体封装专用设备行业主管部门、行业管理体制
　　　　二、半导体封装专用设备行业主要法规与产业政策

第五章 全球半导体封装专用设备行业发展分析
　　第一节 全球半导体封装专用设备行业现状
　　　　一、2010年全球半导体封装专用设备行业发展现状分析
　　　　二、2010年全球半导体封装专用设备行业发展特点分析
　　　　三、2010年全球半导体封装专用设备行业产量分析
　　第二节 全球半导体封装专用设备行业主要国家发展现状分析
　　　　一、美国
　　　　二、日本
　　　　三、欧洲
　　第三节 2012-2016年全球半导体封装专用设备行业发展趋势预测

第六章 中国半导体封装专用设备行业市场运行状况分析
　　第一节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业发展概述
　　　　一、行业运行特点分析
　　　　二、行业主要品牌分析
　　　　三、产业技术分析
　　第二节 2011-2012年中国半导体封装专用设备产品重点在建、拟建项目
　　　　一、在建项目
　　　　二、拟建项目
　　第三节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业发展存在问题分析
　　第四节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业发展应对策略分析

第七章 中国半导体封装专用设备行业市场运行态势分析
　　第一节 2011-2012年中国半导体封装专用设备市场现状分析
　　第二节 中国半导体封装专用设备产品供给分析分析
　　　　一、半导体封装专用设备行业总体产能规模
　　　　二、半导体封装专用设备行业生产区域分布
　　　　三、2007-2011年中国半导体封装专用设备选产量分析
　　　　四、供给影响因素分析
　　第三节 中国镓矿采选行业市场需求分析
　　　　一、2007-2011年中国半导体封装专用设备行业市场需求量分析
　　　　二、区域市场分布
　　　　三、下游需求构成分析
　　　　四、半导体封装专用设备行业市场需求热点
　　第四节 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业市场供需预测

第八章 2010年中国半导体封装专用设备相关产业运行分析
　　第一节 国内半导体封装专用设备行业分析
　　　　一、产业结构分析
　　　　二、运行基本面分析
　　　　三、行业运行特点分析
　　第二节 行业收入与利润分析
　　　　一、中国半导体封装专用设备行业销售收入分析
　　　　二、中国半导体封装专用设备行业利润分析
　　第三节 中国半导体封装专用设备行业成本费用分析
　　　　一、中国半导体封装专用设备行业生产成本分析
　　　　二、中国行业生产费用分析
　　第三节 中国半导体封装专用设备行业经营情况分析
　　　　一、成长能力分析
　　　　二、盈利能力分析
　　　　三、偿债能力分析
　　　　四、运营效率分析

第九章 2012-2016年中国半导体封装专用设备市场价格情况及未来预测分析
　　第一节 2007-2011年中国半导体封装专用设备市场价格分析
　　　　一、2007-2011年中国半导体封装专用设备行业市场价格分析
　　　　二、2011年中国半导体封装专用设备价格影响因素分析
　　第二节 2012-2016年中国半导体封装专用设备市场价格预测

第十章 中国半导体封装专用设备行业进出口分析
　　第一节 2007-2010年中国半导体封装专用设备行业进口分析
　　　　一、2007-2011年中国半导体封装专用设备行业进口量情况分析
　　　　二、2007-2011年中国半导体封装专用设备行业进口金额情况分析
　　　　三、2011-2012年中国半导体封装专用设备行业分国家进口情况
　　第二节 2007-2011年中国半导体封装专用设备行业出口分析
　　　　一、2007-2011年中国半导体封装专用设备行业出口量情况分析
　　　　二、2007-2010年中国半导体封装专用设备行业出口金额情况分析
　　　　三、2011-2012年中国半导体封装专用设备行业分国家出口情况
　　第四节 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业进出口预测
　　　　一、2012-2016年中国半导体封装专用设备行业进口预测
　　　　二、2012-2016年中国半导体封装专用设备行业出口预测

第十一章 中国半导体封装专用设备行业竞争状况分析
　　第一节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业竞争力分析
　　　　一、中国半导体封装专用设备行业要素成本分析
　　　　二、品牌竞争分析
　　　　三、技术竞争分析
　　第二节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业市场区域格局分析
　　　　一、重点生产区域竞争力分析
　　　　二、市场销售集中分布
　　　　三、国内企业与国外企业相对竞争力
　　第三节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业市场集中度分析
　　　　一、行业集中度分析
　　　　二、企业集中度分析
　　第四节 2011-2012年中国半导体封装专用设备行业竞争的因素分析

第十二章 中国半导体封装专用设备行业主导企业分析
　　第一节 半导体封装专用设备公司
　　　　一、企业发展简介分析
　　　　二、主要组织架构分析
　　　　三、公司资产/销售收入/利润总额分析
　　　　四、企业产销能力分析
　　　　五、企业盈利能力分析
　　　　六、企业运营能力分析
　　　　七、企业偿债能力分析
　　　　八、企业成长能力分析
　　　　九、企业产品结构及新产品动向分析
　　　　十、企业竞争优劣势分析
　　　　十一、企业最新发展动向分析
　　第二节 半导体封装专用设备公司
　　　　一、企业发展简介分析
　　　　二、主要组织架构分析
　　　　三、公司资产/销售收入/利润总额分析
　　　　四、企业产销能力分析
　　　　五、企业盈利能力分析
　　　　六、企业运营能力分析
　　　　七、企业偿债能力分析
　　　　八、企业成长能力分析
　　　　九、企业产品结构及新产品动向分析
　　　　十、企业竞争优劣势分析
　　　　十一、企业最新发展动向分析
　　第三节 半导体封装专用设备公司
　　　　一、企业发展简介分析
　　　　二、主要组织架构分析
　　　　三、公司资产/销售收入/利润总额分析
　　　　四、企业产销能力分析
　　　　五、企业盈利能力分析
　　　　六、企业运营能力分析
　　　　七、企业偿债能力分析
　　　　八、企业成长能力分析
　　　　九、企业产品结构及新产品动向分析
　　　　十、企业竞争优劣势分析
　　　　十一、企业最新发展动向分析
　　第四节 半导体封装专用设备公司
　　　　一、企业发展简介分析
　　　　二、主要组织架构分析
　　　　三、公司资产/销售收入/利润总额分析
　　　　四、企业产销能力分析
　　　　五、企业盈利能力分析
　　　　六、企业运营能力分析
　　　　七、企业偿债能力分析
　　　　八、企业成长能力分析
　　　　九、企业产品结构及新产品动向分析
　　　　十、企业竞争优劣势分析
　　　　十一、企业最新发展动向分析
　　　　（本章企业部分可以按客户要求替换）

第十三章 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业的前景趋势分析
　　第一节 中国半导体封装专用设备的发展前景及趋势
　　　　一、中国半导体封装专用设备的未来发展展望
　　　　二、中国半导体封装专用设备行业的发展趋势
　　　　三、中国半导体封装专用设备市场将进一步加强整合
　　第二节 2012-2016年中国半导体封装专用设备的发展前景及趋势
　　　　一、未来中国半导体封装专用设备行业发展前景分析
　　　　二、中国半导体封装专用设备行业市场发展空间分析
　　　　三、中国半导体封装专用设备行业未来发展趋势
　　　　四、2012-2016年中国半导体封装专用设备行业发展预测分析
　　第三节 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业盈利能力预测

第十四章 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业投资前景及发展建议
　　第一节 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业投资前景分析
　　第二节 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业投资机会分析
　　　　一、规模的发展与投资需求分析
　　　　二、总体经济效益判断
　　　　三、与产业政策调整相关的投资机会分析
　　第三节 2012-2016年中国半导体封装专用设备行业投资风险分析
　　　　一、市场风险
　　　　二、竞争风险
　　　　三、原材料价格变动风险
　　　　四、技术风险
　　第四节 中.智.林－结论及发展建议
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